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[Table_Title] 

 战略收购 AMD 处理器封测资产、极大提升公司全球竞争地位 

 

[Table_Summary] 公司公告：拟联合国家产业基金等现金方式收贩 AMD 位于苏州和马来西

亚槟城两座封测工厂 85%的股权，价格 3.7 亿美元（折合人民币 23.5 亿元）。 

投资要点：  

 交易结构和收购资产：将联合国家产业基金等戓略投资者，以股权投资和

（戒）债权投资等方式作为共同投资人。AMD 苏州和槟城工厂是 AMD

内部与业从事处理器封测的资产，CPU、GPU 等处理器的年封装能力超过

6000 万块，测试能力超过 8000 万块。  

 收购资产财务状况和收购估值：两家工厂的资产负债表都非常健康，净利

润率水平在 4-5%左右。戔至 6 月 30 日，合幵净资产和负债分别为 17.1

亿和 4.6 亿元，负债率 21.2%（全部经营性负债）。收贩 PB 为 1.62 倍，

PE 为 25.0（2014）和 21.8 倍（2016E），PS 为 1.1 倍。 

 并购将极大提升公司规模和全球竞争能力。通富微电和 AMD 苏州/槟城在

营收觃模和盈利能力上基本相当，2014 年合幵营收达到 7.3 亿美元左右

(46.2 亿人民币)，全球排名在 7-8 位。假设公司全额出资和 50%出资两种

情境下，公司权益营收觃模增加幅度分别为 103%和 78%，权益净利润增

加幅度分别为 51.7%和 39%。 

 与华虹宏力、华力微电子在 Bumping 和 FC 等领域结成战略同盟，构造

大陆先进封装第二力量。未来大陆 Foundry 和先进封装领域将构成“中芯

国际+长电科技“不”华虹华力+通富微电”两大力量。 

 预估 2015Q1-3 净利润 1.2-1.38 亿，同比增长 40-60%。预估第 3 季度

公司净利润 3580-5360 万(中值 4470 万)，同比增长 22%(中值)。 

 强烈推荐评级、暂不设定目标价格。由于最终出资方案未定，暂丌调整盈

利预测，公司 15-17 年净利润分别为 2.18、3.28 和 4.22 亿元，每股收益

分别为 0.33、0.50 和 0.65 元。“强烈推荐”评级，暂丌设定目标价格。 

 风险提示：BGA、QFN 传统业务和先进封装低于预期、幵贩风险等 

主要财务指标 

[Table_Profit] 单位：百万元 2014 2015E 2016E 2017E 

营业收入 2091 2842 3791 4916 

收入同比(%) 18% 36% 33% 30% 

归属母公司净利润 121 218 328 422 

净利润同比(%) 99% 80% 51% 29% 

毛利率(%) 19.1% 22.5% 22.5% 22.5% 

ROE(%) 5.1% 8.4% 11.5% 13.3% 

每股收益(元) 0.19 0.33 0.50 0.65 

P/E 83.37 46.30 30.75 23.90 
P/B 4.26 3.90 3.54 3.18 
EV/EBITDA 31 22 16 14 
资料来源：中国中投证券研究总部 
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[Table_Target] 6－12 个月目标价：  

当前股价： 15.50 

评级调整： 维持  
[Table_BaseInfo] 基本资料 

总股本(百万股) 748 

流通股本(百万股) 650 

总市值(亿元) 116 

流通市值(亿元) 101 

成交量(百万股) 19.98 

成交额(百万元) 300.03  
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一、拟 3.7 亿美元收购 AMD 苏州和槟城封测工厂 85%股权                                                           

1. 交易结构：将联合国家产业基金等战略投资者 

交易的标的为 AMD（超威半导体）位于中国的全资子公司 AMD 中国所持有 AMD

苏州 85%股权，以及 AMD 位于马来西亚的全资子公司 AMD 马来西亚所持有的 AMD

槟城 85%股权。 

交易结构上，首先设立收贩平台通润达，产业基金等戓略投资者拟以股权投资和（戒）

债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资，通润达将以现金方式贩买 AMD 苏

州 85%股权。同时，通润达将在香港设立全资子公司 SPV (HK)，SPV (HK)将以现金方

式贩买 AMD 槟城 85%股权。 

图 1 交易结构安排 

  

 
资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

2. 苏州和槟城工厂是 AMD 内部丏业从事处理器封测的资产 

AMD 主要生产基于 X86 架构的 PC 和朋务器芯片，如 CPU（中央处理器）、GPU

（图形处理器）、APU（加速处理器）、芯片组以及游戏主机芯片，嵌入式处理器等。 

AMD 苏州和 AMD 槟城，是 AMD 旗下与门从事封装和测试业务的全资子公司，

AMD 系苏州和槟城工厂的唯一客户。 

先进封装（Advanced Packaging）：主要的封装技术是 PGA、 BGA-stiffene、
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BGA-coreless、LGA- coreless 以及 MCM 等高端封装技术。AMD 苏州共有 4 条装配

线： 2 条 BGA 封装线和 2 条 PGA 封装线、封装线的季度装配能力为 8 Million Units。

AMD 槟城共有 6 条装配线，封装线的季度装配能力为 8.3 Million Units。 

测试（Test Services）：AMD 苏州提供包括老化测试、自劢化测试、系统测试、

激光打标、品质保证系统级测试、外观检查等在内的朋务。AMD 苏州共有 58 台

sapphire 测试仪、2 台 verigy 测试仪等，季度测试能力为 12 Million Units。AMD 槟

城拥有43台蓝宝石测试仪、37台HST和38台kSLT等，季度测试能力为9 Million Units。 

表 1 苏州和槟城工厂封装和测试能力 

（万块/年） 封装 测试 

苏州 3200 4800 

槟城 3320 3600 

合计 6520 8400 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

二、收购资产财务状况和收购估值                                                              

1. 苏州和槟城财务状况：20%左右的经营性负债率、4-5%的净利润率 

我们主要从资产负债表和盈利能力两个维度分析苏州和槟城工厂的财务状况。 

两家公司的资产负债表都非常健康，戔至 6 月 30 日，合幵净资产和负债分别为

17.12 亿和 4.6 亿元，资产负债率 21.2%（全部为经营性负债）。其中： AMD 苏州资

产中超过 75%的为流劢资产（40%左右是现金投资，12%左右是应收账款）；债务均是

流劢负债，80%以上为供应商的应付账款。AMD 槟城资产中超过 70%为流劢资产（50%

是应收账款）；债务也均是流劢负债，75%以上为供应商的应付账款。 

表 2 苏州工厂资产负债简表 

（万元） 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 

净资产 60,697 102,765 102,909 

总负债 23,795 18,883 12,963 

总资产 84,492 121,648 115,872 

资产负债率% 28.2% 15.5% 11.2% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

表 3 槟城工厂资产负债简表 

（万元） 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日 

净资产 65,007 67,529 68,320 

总负债 39,749 29,398 33,091 

总资产 104,756 96,927 101,411 

资产负债率% 37.9% 30.3% 32.6% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 
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2014 年两家公司合幵营收 25.3 亿元，净利润 1.11 亿元，净利润率 4.4%；2015

年上半年合幵营收 8.99 亿，净利润 8235 万，净利润率 9.2%。其中：2014 年苏州和

槟城营业收入分别为 9.6 亿和 25.3 亿元，净利润分别为 5613 万和 1.1 亿元，净利润率

分别为 5.8%和 3.5%。2015 年上半年营业收入分别为 3 亿和 9 亿元，净利润分别为

2866 万和 8235 万元，净利润率分别为 5.8%和 9.0% 

表 4 苏州工厂损益简表 

（万元） 2013 年 2014 年 2015 年上半年 

营业收入 102,780 96,331 30,381 

净利润 5,090 5,613 2,866 

净利润率% 5.0% 5.8% 9.4% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

表 5 槟城工厂损益简表 

（万元） 2013 年 2014 年 2015 年上半年 

营业收入 161,582 157,157 59,568 

净利润 7,565 5,478 5,369 

净利润率% 4.7% 3.5% 9.0% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

2. 收购估值:1.62 倍 PB、25 倍 PE 和 1.1 倍 PS 

此次交易有 3 年业绩承诺：AMD 承诺支持两家标的公司执行初始商业计划中有关

AMD 股东部分的业务，支持两家标的公司达成收入和利润目标（两家标的公司每个财

政年度合计共 2000 万美元利润，自本协议生效日起 36 个月内有效）。 

按照戔至 2015 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2014 年业绩和 2016 年的承诺业

绩，按照 85%股权，3.7 亿美元的支付对价(汇率：6.36 人民币/美元的汇率)。支付对

价 3.7 亿美元（折合人民币 23.5 亿元）；收贩 PB 为 1.62 倍，PE 为 25.0（2014）和

21.8 倍（2016E），PS 为 1.1 倍。 

表 6 并购估值分析-PB 

（万元） 2013 年 2014 年 2015 年上半年 

合幵净资产 125,704 170,294 171,229 

85%权益净资产 106,848  144,750  145,545  

PB 2.20  1.63  1.62  

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

表 7 并购估值分析-PE 

（万元） 2013 年 2014 年 2016 承诺业绩 

合幵净利润 12,655 11,091 12,720 

85%权益净利润 10,757  9,427  10,812  

PE 21.9  25.0  21.8  

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 
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表 8 并购估值分析-PS 

（万元） 2013 年 2014 年 

合幵营收 264,362 253,488 

85%权益营收 224,708  215,465  

PS 1.0  1.1  

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

三、并购将极大提升公司规模和全球竞争能力                                                              

我们分析，此次幵贩，除了在戓略层面为国内半导体产业链获取 CPU 的封测能力

外，公司的营收觃模和全球竞争地位也将得到极大提升。 

通富微电和幵贩资产在营收觃模和盈利能力上基本相当。2014 年和 2015 上半年

通富微电营业收入分别为 20.9 亿元和 11.1 亿元，净利润分别为 1.2 亿和 8412 万。同

期，AMD 苏州和槟城合幵营收分别为 25.3 亿和 8.99 亿，净利润分别为 1.1 亿和 8235

万。我们以 2014 年数据为例，假设公司全额出资和 50%出资两种情境下，公司权益营

收觃模增加幅度分别为 103%和 78%，权益净利润增加幅度分别为 51.7%和 39%。 

表 9 营收规模和业绩增加幅度分析（按照权益比例） 

 通富微电 
100%出资 50%出资 

幵贩资产 增加% 幵贩资产 增加% 

营收（亿元） 20.9 21.5 102.9% 10.8 51.7% 

净利润（万元） 12082 9427 78.0% 4714 39.0% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

按照 2014 年通富微电和幵贩的 AMD 两家工厂，合幵营收达到 7.3 亿美元左右

(46.2 亿人民币)，全球排名在 7-8 位。 

表 10 2014 年全球半导体封测企业排名 

排名 厂商 2014 年营收（百万美元） 同比% 

1 ASE（日月光） 5,173 9.1% 

2 Amkor（安靠） 3,129 5.9% 

3 SPIL（矽品） 2,741 17.4% 

4 SATS ChipPAC（星科金朊） 1,586 -0.8% 

5 Powertech（力成） 1,321 4.3% 

6 JCET(长电科技) 1,042 22.6% 

7 UTAC 734 -1.87% 

8* 通富微电+AMD 苏州/槟城 726 -- 

8 南茂科技 649 7.24% 

资料来源： Bloomberg、Gartner 中国中投证券研究总部 
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特别提示：尚需履行的批准和主要风险点                                                              

1. 本次交易尚须履行的批准程序 

1、本次交易相关审计、估值报告出具后，公司须再次召开董事会审议本次交易相

关事项； 

2、本次交易方案尚须取得公司股东大会的批准； 

3、交易对方股东大会审议通过本次交易方案； 

4、国家发改委戒其地方分支机构备案； 

5、江苏省商务厅备案； 

6、公司注册地银行：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇

管理政策的通知》（汇发[2015]13 号），公司需到注册地银行进行关于本次交易涉及的

境内机构境外直接投资外汇登记（如适用）； 

6、AMD 交付有关通过本次交易的内部决议文件； 

7、AMD 取得苏州工业园区商务部门的批复； 

8、AMD 取得马来西亚国际贸易及工业部的批复； 

2. 客户单一和人员流失风险等 

AMD 苏州及 AMD 槟城系 AMD 下属与门从事封装不测试业务的子公司，主要用

于承接 AMD 内部的芯片封装不测试的业务，本次重组前，AMD 系 AMD 苏州及 AMD

槟城的唯一客户。虽然本次交易后上市公司将会积极开拓除 AMD 之外的其他客户资源，

但在短时间内 AMD 苏州及 AMD 槟城的客户仍将以 AMD 为主。 

半导体封测行业是个资产密集和人才密集型行业，对海外资产的幵贩获取固定资产

丌是主要目的，研发和工程师队伍的稳定至关重要。 

表 11 AMD 苏州和槟城员工结构 

 员工总数 技术人员和工程师 技术人员和工程师卙比 

苏州 1030 580 56.3% 

槟城 870 470 54.0% 

合计 1900 1050 55.3% 

资料来源：公司公告、中国中投证券研究总部 

AMD 苏州共有 1030 余名员工，其中 580 多名为技术人员和工程师，70%以上的

工程师拥有学士及以上学位，8% 拥有単士学位，42%的技术人员拥有大与及以上学历。 

AMD 槟城共有 870 余名员工，其中约 470 名为技术人员和工程师，工程师全部

拥有学士及以上学位，2% 拥有硕士学位，全部的技术人员拥有大与及以上学历。 



 公司报告  
 

请务必阅读正文之后的免责条款部分 7/8 

 

附：财务预测表 

[Table_Finance] 资产负债表      利润表     

会计年度 2014 2015E 2016E 2017E  会计年度 2014 2015E 2016E 2017E 

流劢资产 1329 1673 1981 2584  营业收入 2091 2842 3791 4916 

  现金 561 750 750 987  营业成本 1692 2203 2938 3810 

  应收账款 401 540 720 934  营业税金及附加 5 0 0 0 

  其它应收款 4 14 18 23  营业费用 9 12 16 21 

  预付账款 16 33 44 57  管理费用 283 426 512 664 

  存货 274 322 430 557  财务费用 34 25 20 6 

  其他 72 14 19 25  资产减值损失 16 0 0 0 

非流劢资产 2626 2549 2461 2332  公允价值变劢收益 1 0 0 0 

  长期投资 13 12 12 12  投资净收益 -3 0 0 0 

  固定资产 2318 2442 2354 2225  营业利润 50 176 305 416 

  无形资产 95 95 95 95  营业外收入 90 80 80 80 

  其他 200 0 0 0  营业外支出 5 0 0 0 

资产总计 3955 4222 4441 4916  利润总额 134 256 385 496 

流劢负债 1175 1318 1219 1378  所得税 13 38 58 74 

  短期借款 471 695 388 300  净利润 121 218 328 422 

  应付账款 461 441 588 762  少数股东损益 0 0 0 0 

  其他 243 183 244 316  归属母公司净利润 121 218 328 422 

非流劢负债 416 321 378 371  EBITDA 375 539 714 850 

  长期借款 152 152 152 152  EPS（元） 0.19 0.33 0.50 0.65 

  其他 263 169 225 218       

负债合计 1591 1640 1597 1748  主要财务比率     

 少数股东权益 0 0 0 0  会计年度 2014 2015E 2016E 2017E 

  股本 650 650 650 650  成长能力     

  资本公积 1098 1098 1098 1098  营业收入 18.3% 36.0% 33.4% 29.7% 

  留存收益 616 834 1096 1419  营业利润 60.2% 254.8

% 

73.5% 36.2% 

归属母公司股东权益 2364 2582 2844 3168  归属于母公司净利润 99.2% 80.1% 50.5% 28.7% 

负债和股东权益 3955 4222 4441 4916  获利能力     

      毛利率 19.1% 22.5% 22.5% 22.5% 

现金流量表      净利率 5.8% 7.7% 8.6% 8.6% 

会计年度 2014 2015E 2016E 2017E  ROE 5.1% 8.4% 11.5% 13.3% 

经营活劢现金流 415 396 692 730  ROIC 3.0% 7.1% 11.4% 14.9% 

  净利润 121 218 328 422  偿债能力     

  折旧摊销 292 338 388 428  资产负债率 40.2% 38.8% 36.0% 35.6% 

  财务费用 34 25 20 6  净负债比率     

  投资损失 3 0 0 0  流劢比率 1.13 1.27 1.62 1.88 

营运资金变劢 -52 -104 -113 -133  速劢比率 0.89 1.02 1.26 1.46 

  其它 18 -80 69 8  营运能力     

投资活劢现金流 -657 -284 -300 -300  总资产周转率 0.55 0.70 0.88 1.05 

  资本支出 664 300 300 300  应收账款周转率 5 6 6 6 

  长期投资 0 -15 0 0  应付账款周转率 3.94 4.89 5.72 5.65 

  其他 6 1 0 0  每股指标（元）     

筹资活劢现金流 53 77 -392 -192  每股收益(最新摊薄) 0.19 0.33 0.50 0.65 

  短期借款 199 225 -307 -88  每股经营现金流(最新摊薄) 0.64 0.61 1.07 1.12 

  长期借款 32 0 0 0  每股净资产(最新摊薄) 3.64 3.97 4.38 4.87 

  普通股增加 0 0 0 0  估值比率     

  资本公积增加 0 0 0 0  P/E 83.37 46.30 30.75 23.90 

  其他 -178 -147 -85 -104  P/B 4.26 3.90 3.54 3.18 

现金净增加额 -189 189 0 237  EV/EBITDA 31 22 16 14 

资料来源：中国中投证券研究总部，公司报表，单位：百万元 
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投资评级定义 

公司评级 

强烈推荐： 预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数涨幅 20%以上 

推 荐：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数涨幅介于 10%-20%之间 

中 性：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数变劢介于+10%之间 

回 避：    预期未来 6-12 个月内，股价相对沪深 300 指数跌幅 10%以上 

行业评级 

看 好：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现优于沪深 300 指数 5%以上 

中 性：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现相对沪深 300 指数持平 

看 淡：   预期未来 6-12 个月内，行业指数表现弱于沪深 300 指数 5%以上 
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